P~ 21,846
U.S.h. Serial N2 95406

MEWQRIA DESCRIPTIVA
" para solicitar
PATENTE DE INVENZCION
.
ESP4&KA ‘
. por VEINTE afios
a nombre de FILT FRODUCTS MANUFACTURING COMPALY, entidad
- norteamericana, establecida en 7450 Mccormick Boulevard,
Skokis, Cook, Illinois, Estados Unidos de América, pors
"ON PROCEDINIENTO DE HANUFACIURAR UNA CONFIGURACION
IRREGUEAR DE HULE SIN CURAR". |

Esta solicitud se refiere a la produceidn barata
de articulos teniendo ingredientes que son curados,
usualmente a temperaturas elevadas, durante su manufactu
ra, en forma particular artfoulos que deben asimismo lle
nar especificaclones de tamafio, por ejemplo, meaioé de
sellamiento conteniendo hule, tales como empaques, ronda
naga, sellos, empaquetaduras, diafragmas y casa parecida,
todos élésticos, a 1o que en lo sittesivo se llamarén en
forma colectiva como empaques. En forma més especifica,

asimismo se refiere a un novedoso procedimiento y apara-—
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to para la produccidn econdmica de empaques conteniendo
hule tales como empagues para cabeza de motor de automé-
viles, empagues de cubierta de cabeza, empaques de darter,
empagues de cubierta de cadenas, empaques para miltiple
¥y cosa parecida, cuyos procedimiento. y aparato se pres-—
tan a produccién ya sea grande o de poco volumen, as{ co
mo a técnicas de produccién mecaniza&a.

Por iruchos afios el corcho y composiciones contenien

"do proporciones substanciales'de corcho han sido usados

para la manufagtura de empaques, adn cuando se ha reco-
nocido que, en muchqs caso8, un empaque con base de hule,
en lugar de un empaque con base de corcho, proporciona-
ria un funcionemiento superior. 4 pesar del funciona-
miento superior, sin emoargo, los empaques con base de
hule han gozado solamente de uso limitado en virtud de-
su costo substancialmente més alto. |

El costo relativamente alto de los empaques de hu-

- le es atribuible tanto a altos costos del material como

" a altos costos de produccién. Una razén para el alto cos~

to del material es el alto costo de las materias primas

¥y el hecho de qué solamente una fraccién del resultante
material de l4mina conteniendo hule termina como méte-
rial de empaque, mientras tanto como el 80 por ciento o
més termina comno desperdicio. Para resolver esta situa-
cibn, los empaques estdn siendo ahora cortados a la con-
figuracién terminada a partir-de material para empague—
conteniendo hule sin curar, en lugar de Cu{gao o Qulcaqi
zado, para que pricticamente Bodd’ el material de desper-
dicio puede trabajarse de nuevo. Si el material ya estu- |

viera curado antes de cortarse, el desperdicio curado no
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podria trabajarse de nuevo fdcil y directamente con el
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material sin curar sin someterse a prbcedimientos eape~
cial.

Una de las desventajas asocladas con el cortado
previo de los empaques a la configuracién terminada a
partir de material sin curar surge del hecho de que los
empagues sin curar, a menos que se restrinje, tienden a

encoger (algunas veces tanto como 5~205 o mds) y cambian

de forma durante la subsiguiente operacidén de curado, po=-

piblemente debido, cuando menos en parte, a esfuerzos de

- procedimiento de enterior trabajo mecdnico y la tenden-

cia, particularmente a temperaturas elevadas, de regre-
sar a sus anteriores orientaciones. Este problema se
vuelve bastante critico en ¢l caso de empaques de forma
irregular, v.g., empaques que Nno son puramente rectili-
neos, en Virtud de los egfuerzoa comrlejos que resultan
de ello, psrticularmente bordes curvilineos adyabentés;
Se han pensado formas de curado para controlar este cam—
bio, pero estas formas son tan coatosaé gue la prepara-
clén de herranmienta para la operacién es usualmente o=
tractiva desde el punto de vista e¢conémico solamente en
el(caso de grandes tandas de produccidn. hdemds, el uso
de formas de curado para empaques en realidad no se pres
ta a téenicas de alta capacidad, mecanizade a continua de
produccién;

Es por tanto un objeto de la presente invencidn
proporcionar un método y aparato baratos para disminuir .
el costo de la manufactura de empaques conteniendo hule,
rerticularmente empaques de forma irregular.

ES otro objeto de la presente invencidn proporcio—
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nar un método para curar empaques conteniendo hule, méto
do que se presta al cortado de la configuracidn termina-
da’dsl empadte directamente de material sin curaer y que
asimismo elimina pérdides de desperdicio y la necesidad
de formas de curado de alto costo.

B8 afn otro objeto de la presente invencidn propor-
cionar un método libre de desperdicio de manufactura de
empaques con minimos gastos de herramienta, en que el e
terial de desperdicio puede trabajarse de nuevo directa-
mente sin someterse a procedimiento eapecial;

Bs adn otro objeto de la presente invencidn propor
clonar un método econdmico para producir empaques conte—
niendo hule que se presta a tandas de produccién tanto
grandes come e poco volumen y asimismo a técnlcas de
produceidn mecanizada;

Estos y otros objetos de la presSente invencidén se

hardn aparentes a medida que prosigue la detallada des—

cripeidén de¢ la misma.

Para lograr estos objetos se propocrciona un procedi
miento gue en un ejemplo comprende restringir friocional
mente un matefial conteniendo hule sin curar, que ha sido
enteriormente formado a una degeada configuracidén de em-
paque terminado, y curar el material asi restringido,
pror lo‘que la configuracién del emﬁaque e8 e¢sbabilizada
dimensional y geométricamente mientras se somete al cﬁpg
d0. Gualéuier material;de desperdicio sin curar que resqi
te de la operacién de dar forma al aupaque es regresado
para trabajarse de nuevo directamente, donde es ugualnen
te combingdo con adicional material sin curar y usado de

nuevo.
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v En forméftipica, el material es una lémina de mate-
rial oontenienao hule =in curar, usualmente conteniendo
un acelerador de curado, un activador, un calaizador y
cosa parecida, de una operacidén de laminado, V.g., una
operacién en que el material conteniendé hule es cowpues
to o formado en una ldmina del grueso deseado. Para los
fines de esta descripeidn, el laminalo o la operacidn de
formacidn de ldminas puede o no puede incluir las fases
prelimihares de formular y componer el material, Veles
en un mezclador interno (v;g;; un mezclador Banbury) o
en un molino abierto, as{ como las fases subsiguientes,
V.8sy 8atinalo, extrusién (inclu&endo extrusiSn por tro-
queladoras de rodillo y componedoras) y c¢oss rarecida.

Después de formarse en una l4nina, el material es
cortado, punzonado ¢ formado 4istintamente en una desea~
da configuracién de empague. Bl empaque sin curar es lue-
go metido entre placas opuestas que tienen un coeficien-
te substancial de friceidn con respecto a laa superfi-
cies del empaque en contacto con las mismas, dichas su~-
perficies usualmente siendo paralelas que usualmente to-
pan con las superficies por sellarse, En forma tipica,
las rlacas son ldminas metdlicas, v.g., aluminio, acero,
cobre o cosa parécida, pero pueden asimismo comprender
materiales no metilicos, v.z., pldsticos resistentes al
calor, vidrio de fibra y composiciones plédsticas, o cosa
parecida, y combinaciones de tales metales y no metales.

Por Wecoeficiente sﬁbatancial de Iriccién' se sini
fica un coeficiente de friccibn gue es suficiente, bajo
la particular presién emrleada (que no debe ser lo sufi~

cientemente grande para ocasionar excesivo aplastamiento

-5 -
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o "derrame" Jel empaque), para restringir friccionalmen-
te los empéques para que los eafuerzos constitufdos du-
ra;te el curado ne resulten en cualquiera distorsién
suhstencial, Bl coeficiente subgtancial de friceién es
obtenidc en forma fécil y barata al usar un “enparedado!
teniendo placas opuestas con una pluralidad de salientes
gobre el misico, V.g., puntas agudas, 0 que tienen super-
ficies 4speras, disparejas o irregulares. Serdn descri-
tos e ilustrados en lo sucesivo ejemplos tiﬁiéos de ta-

les placas en relacién con los dibujos. Para cualquiera

~

formulacidn y confisuracidén particular de empaque, la se—
leccibn de las apropisdas superficies de placa estd bien
dentro de las habi;idades del ramo en virtud de la pre-
sente descripeidén. Bl "emparedado! resultants que, en mu
chos cesos puede ger una serie alternada de emﬁaques Yy
placas formando un montén, es luego sometido a condicio-
nes de curado, usualmente incluyendo temperaturas eleva-
das, por un perfodo suficiente para curar el hule en el
material. Ias temperaturas de curado, gue pueden ser des-
de temperaturs ambiente pars arriba pero que usualuente
son superiores a 93,32 C.y V.Ze, de 93,32 a 371,18 Coy ¥
los perfodos empleados, que pueden ser de segundos hasta
horas, no son, por si, la base de novedad agul y depen—
den, en parte, de la particular Zormulecidn conteniendo
hule emplends, su grueso, y cosa parecida.

Tor ejemplo, el curado, V.8., eslabonamiento cruza
do o vulcanizacidn, del hule sin curar puede llevarse a
cabo en una zona de curado que emplea un quenador de gas,
vapor, rayos infrarrojos, calentamiento por induccidn

eléctrica, calentamiento dieléctrico, o cosa parecida.

- Q-
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El curado puede asinismo efectuarse por el empleo de un
transportader de banda calentado. Ademds, puede efectuar
s; también por el empleo de un medio fldido que propor-
ciona caloxr, c;g., no solamente gases calientes sino tam
bién 1fquidos que son convenientemente manejados a las
elevadas temperaturas de curado deseadas, Vv.g., metales
fundidos, lfquidos no metdlicos que son estables en ca-
lor a la deseada temperatura de curado, combinaciones de
metales fundidos (como una capa inferior) y de liquidos
estables al calor no metdlicos (como une capa superior),
0 cosa parecida. la seleccidn de un adecuado medio o de
adecuados medios estd dentro de las habilidadés.en el ra
mo en virtud de la rpresente ensefianza.

Un tfpico metal de bajo dunto de fﬁsi6h que puede
usarse a una temperatura de curado adscuadamente elevada,
V.2., 8proximadamente 315,52 c;, es la mezcla eutética,
58% de bismuto y 427 de estafio (v.g., isarcolo 281, hme-
rican Smelting and Refining Co.). otro ejenplo es una ae
leacién de 524 de bismuto, 40% de plomo y 83 de cadmio.
Kl emplearse tales metales, el empaque puede tratafse
con un polvo (talco o jaboncillo) o recubierta de aceite
para evitar gue el metal fundido Se pegue al empaque cu-
rado. ) .

Bl iiquido no metilico estable al calor selecciona~
do puede ser un aceite a base de petrdleo de alto punto
de encendido perc es de preferencia un 1lfquido orgédnice
Soluble en agua, v.g., un glicol de yolialquileno conte-
niendo un antioxidente de estabilizacién de dalor (V.Z.,
Ucon 50-HB—280;X Carbide and Carbon Chemicals Co., que

es usado en forma adecuada a cerca de 204.4 a 2602 C).

-7 -
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combinacién de glicol de poliestileno y éter butilatado
de'glicol de polietileno, las proporciones exactas depen
diendo de la viscosidad deseada. El atributo de solubili-
dad en agua es ventajosa porque, despuds del curado, cual
quier liquido de resfduo puede quitarse f4cilmente por el
sencillo expediente de un bafio con agua, un lavado con
agua 0 cosa parecida. 7

. Con tales medios l{quidos metdlicos y no metdlicos
y empaques relativamente delgados, las temperaturas de
curado estédn usualmente dentro de los lf{mites de 176,62

a 371,12 Cuy v.g., 204,42 a 315,52C., con tiempos de
contacto, en algunos casos, tan cortos como un minuto‘y
afn mencs, v.g., de diez segundos a tres minutos. En ge-
neral, mientras mds elevada sea la teuperatura de curado,
serd mds corto el tiempo de contacto requerido;

En otro ejemplo de la presente invencién, el mate-
riél conteniendo hule sin curar, usualmente antes de cor
tarSe 0 punzongrse en lag configuraciones de empaque,
puede someterse a unaifase de enfriamiento. Especifica~
mente, la temperatura del material puede reducirse a un
punto en que el material se vuelve substancialmente tie-
S0 o rigi%o para que después la configuracién de empaque
sea cortada o punzonada del mismo, y retenga su forma |
hasta que es friccionalmente restringido para la fase de
curado. De este modo, la configuracién de empaque puede
manejarse, manual ¢ mecénicamente, sin perder su forma.
la fase de enfriamiento de este modo elimina la necesi-
dad de colocar y ajustar cuidadosamente el empaque entre

las placas de emparedado como para tener la misma forma

-8 -
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0 confizuracién producida por el cortador o el punzdn.

[‘\\J

| En la préctica, el material congelado puede ser manejado

como lduina de metal, y la configuracién de empaque con-
gelada "patearse" o en otra forma lmpulsarse de la opersa

cién de punzonado de empaque a la fase de restriccidn

friccionalmente. !

La temperatura particular a que el empaque es baja

- do durante la fase de congelacién depende, en parte, en

la formulacién del material. Normalmente, uha temperatu—
ra de -17.72 C. o menos, usualmente menos, v.g., en los
1nites de cerca de — 17.72 a =73.32 C., €8 requerido.
Fueden emplearse-diversas técnicas para lograr tales tem

Peraturas bajas y son consideradas dentro de las habili-

. dades del ramo.

Bn general, pueden emplearse medios de congelacién
1fguidos o gaseosos, el medio particular usualmente sien
do seleccionado gde muchos,'que son adecuados, sobre la
base de consideraciones de disefio y Qcondmicas. Por ejeﬂ
plo, donde no se requieren temperaturas extremas, puede
emplearse aire frio; en otros casos pueden emplearse oxi-
geno 1{quido, hitrégano 1{quido, o cosa parecida. En for
ma. alternada, los lfquidos de punto.de congelacién muy
bajo, Vei., dive?sos materiales anticongelantes normales,
V.g.s alcohol etilico, pueden emplearse, la temperatura
siendo controlada por, por'ejemplo. serpehtines de refp}
geracidn o al introducir diéxido de carbén sélido (hielo
seco) en el mismo. Los tiempos de.gontacto én el medio
de congelacién Aependen, desde luego, de la formulacién
del material, de su grueso, la temperatura deseada por

lograrse y cosa parecida, todo estando dentro de las hé-
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bilidades del ramo y, para cualquiera formulacidén parti-
cular, fécilmente Aeterminable por experimentacidn rubi-
naria.

En ain otro ejemplo especifico de la presente in-
vencidn, el procedimiento es llevado a cabo como una ope
raclén continua. Por ejemplo, el pr&cedimiento es lleva-
do a cabo al alimentar en forma contfnua una lémina con—
tinua de material conteniendo hule sin curer en una cor-
tadora o punzonajora, opcionalmente despuds de haber sido
sometido a una fase de congelacién, en que las configu-
raclones de empaque son cortadas o punzonadas continua-
mente del material. Cuando se emplean cortadoras o punzg
nadoras de troquel estacionario para esta dltims opera~
cidn, debe estar presente en la limina alimentada conti~
nuamente alguna flojedad para permitir y compensar el pa
ro momentédneo de la lémina debajo de la cortadora ¢ pun-—
zonadora para la operacién de cortaedo o punzonado. BEn

forma alternada, particularmente cuando el material ha

 gi1do sometido a una fase de congelacidn, la operacidn de

alimentacién a la cortadora y punzonadora puede ser con-
tinua en forma intermitente, los intervalos entre movi-
mientos dependiendo de la velocidad de la operacién de
cortado o punzonado. Tales técnicas para el corte de ma~
teriales flexibles e inflexibles son bien conocidas en
el ramo.

Las parte§ centrales’o tarugos, que son sacedos pa.
ro formar la periferia interna ded empaque; y el esqueyg
to externo o nervadura, que es removido para formar la
periferia externa, pueden regresarse continuamente a la

operscibn de formacién de lémina, donde el material de
-~ 10 ~
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desperdicio es nuevamente sometido al procedimiento. E=En
un ejemplo ventajoso, el "esqueleto" puede regresarse co-
mo una nervadura continua de material.

En un ejemplo particular de la presente invencidn,
el cortaldo continuo puede llevarse a cabo sobre una Core
tadora de tembor rotatorio. En este ejehplo, los cortado-
res 0 troqueles eztdn sobre la superficie de un tambor
rotatorio, y una ldmina de material de empaque 8in curar

es pasada entre el tambor y una superficie o rodillo

' opuesto. Despuds del corte, los empaques son luego expul-

sados; ¥ el material de desperdicio es regresado para
formarse nuevemente en liminas y reciclarse.

| Las configuraciones de empaque de la operacién de
punzonaio o cortalo son luego introducidas continuamente
entre placas de restriceidn opuestas y méviles y mientfas
estdn as{ restrinridas con respecto a efectos tanto de
desplazamiento fisico como termales, particularmente sol-
tamiepto de pfodueoidn de Aistoreidn de esfuerzos del
Procedimiento, son sometides a las condiciones de curado.
Los emfaques curados pueden luego automfticamente descar-
garse, empacarse y enviarse a inventarios o émbarQue por
téenicas convencionales.

La presente invencidn serd entendida con mayoxr cla-
rided de una coneideracidn de los dibujos que se acompa-
Nen, que forman parte de esta descripcidén, en los que:

La Figura 1 ilustra el ejemplo de "libro" del apa-
rato empleado en la préctica de la presente inVencidn,
en que una pluralidad de las placas de restriccién, que‘
estén abisagradas, y los empaques, estén alternadamente

puestas en montones en preparacidn para €l curade;

- 11 -
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Las Figuras 2, 28, 3, 3a, 3b, 4, 5, 6, 6a y 7 ilus-
tran ejemplos tivicos de los tipos de superficies que
pueden emplearse para las placas de restriceidn Para ague-
llos ejemplos en que'Ia restriccidn es obtenlda por - sy~
perficies interrumpidas o no lisas.

La Figura 8 es otro ejemplo del aparato empleédo en
la préctica de la presente invencién en que una plurali-—
dad de placas de restriccién y empaques son puesto al-
ternadamrente en montones en una armazén sostenedora, que
€8 colocada subseeuentémente en una zona de curado para
efectuar la cura de los empaéues restringidas; y

La ¥igura 9 ilustra, en forma esquemftica, una for-
ma del aparato que puede emplearse en la préctica de la
presente invencién sobre una base’continua;

Qon referencis a la Figura 1, se muestra un ¢jemplo
llamado de "libro" del aparato empleado en la préctica
de la presente invencidn, en que las placas de restric-
cibén gon abisagradas en un lado. Ia unidad comprende la
base 10, teniendo postes de bisagra lla y 1llb, que son
roscados a través de los ojillos de bisagra 12a, 12b,
12at, 12bt, 12a", 12b% y asi sucesivamente. Dos de los
0jillos de bisagra estén asegurados a un borde de cada
una de las placas de restriceidn 13, 13' (que es parcial-
mente quebrads para fines de 1lustracién), 13w y asi su~
cesivamente, en forma respectiva. En este ejemplo especi-

fico, las places son de aluminio, pero,como antes se ha

dicho, pueden comprender otros metales o no petales, V.5.,

i
l4minas de TWFION (E.I. duFont de Nemours & Co., marca
registrada para un pléstico que consiste de polfmero de

tetrafluoretileno). BEntre las placas de restriccidén es-

- 12 -
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t4n emparedados una pluralidad de empaques conteniendo
hule sin curer y de forma irregular l4a, 1l4b, y asi suce-
sivamente, que son subsecuentemente sometidos a condicio-
nes de curado.

gomo un ejemplo tipico, los empagues sin curar de
forra irregular pueden ser empagues para cubierta de ca-
beza de cilindro para autom§viles teniendo un grueso de
aproximadamente 3,175 a 0.254 mm. Semejante empague pue~

de ser formulado al meaclarse las siguientes materias

primas:
Ingredientes Partes por peso
Hule de Acrilonitrilo de butadieno 100
Negro de Caxrbén termal mediano 200
Lignino 25
Cera de parafina ' , 2
Fenil~-beta-naftilamine : 1.5
Oxido de zinc 5
keldo Eetedrico _ 1.5
hzufre ' 1.3
Flastificante (derivado‘de petrdleo
aromitico) 22,5
Disulfuro de benzobiazil 1.3
HMonosulfuro de Tetrameil tiuram 0+5

Resina de Para~-goumnarona-indeno -
(p.f. 402 C.) 12,5

Debe entendersa, desde luero, que la anterior for-
mulacidn es solamente ilustrative y no debe tenerse como
una limitacidn. Diversas formulaciones contsniendo hules

. F
neturales o eintéticos, incluyendo los hules substituf-

" dos mds recientes, v.Z., los hules de base de sflice o

boro, se prestan a la prdctica de la presente invencidn.

-13 -
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En forﬁa tipica, el contenido de hule de la formulacién,
que puede ser sélido oven un estado de espuma O esponja,
estd dentro de los limites de aproximadamente 10 a 957
POr peso. '

Para que las placas de resbriceidn 13, L13t, 134,
etc. tengan un coeficiente de friccin suficientemente
alto como pars restringir a los enpaques l4a, l4b, etc.,
cuando menos una superficie de las placas de restriccién
%iene "Hoyuelos", cecmo es sugerido por'los pequefios cir-
culos sobre las placas en la Figura 1. Con tales hoyue-
los, que serd ilustrados con detalle ampliado en las Fi-
guras 2 y 2a, no necesita agregarse peso adicional al
montén de placas de restriccién y empaques alternados en
virtud de gue el peso de las placas mismas algunas veces
proporciona suficiente restriccién friccional para evi-
tar ls distorsidn de los empaques Aurante la subsecuente
cura., Esto es particularmente cierto en el caso de los
empaques en la barte inferior del montén. En algunos ca=
S0%, se ha encontrado deseable agregar peso adicional e
la parte superior del montdén para que haya suficiente pe-~
80 para restringir en forme adecuada los empaques adya-
centes a la parte superior.

Una superficie no lisa (o pegajosa) cuendo menos
en un lado de las placas de restriceién es importante en
la préctica de la presente invencién. Mientras que el po-
80 sclo sobre placas lisas es capaz de restringir a los
empaques durante el curado, el soLg peso es dlgunas ve-
cef acompafiado por el aplastamiento indeseable y excesi-
vo (substancialmente m4s de aproximadamente 20%5) del em~

paque. De este modo, el grueso del empaque puede ser me-—

-14 -
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nor que el deseado y el "esparcimiento" acompailante del
empaque puede 3distorsionar permanenteménte sus perife-
rias interna y e*terna en una extensién ingeseable.

“En la vrictica de la présente invencidén, tal dis-
torsifn permanente ee'evitada al emplear superticies no
lisas (o pegajosas) para restringir friceionalmente el
material y al evitar peso productor de distorsidén. Cuan-
do se emplea en un montén una pluralidad de las placas de
restriccién opuestas, puede evitarse el peso excesivo 80~

bre los empaques, particularmente adyacentes al fondo

del montdn, al evitar el peso completo de las placas su—

periores y empaques sobre los empaques inferiores, por
ejemplo, al emplear espaciadores o coSa parecida entre
las placas de restriceidn no lisas.

Los tipos de superficies no lisas sobre una o am-
bas superficies de las placas de restriceidén pueden to-
mar una variedad de formas;‘Ibr ejemplo, una plsaca de
restriceidn puede producirse por el sencillo expediente
de formar una pluralijad de perforaciones rasgadas en
una lémina de metal. Bn forma similar, la placa de res-
triceién puede producirse de una malla de alambre, en
que él entrecierre ondulado de los alambres mismos pro-
porciona suficiente friceidn. Qtros éjemplos t{picos de
Superficies adecuadas paras las placas de restriccidén son
ilustrados en las Figuras 2 a 7.

Con referencia al ejemplo de las Figuras 2 y 2a,
que es el tipo de supgrficie usad%'tipicameﬂte en el
ejemplo de la Figura 8 (por describirse después), la pla-
ca de restricein 15 es hecha de l4mina de aluminio de

04812 mm. de grueso, en que las partes levantadas, o

- 15-;
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plas 16, son aproximedamente 0,635 mm. de alto, resvltan-
do en un grueso total de l.447 mm. desde el fondo de lg
placa 15 a la parte superior de las pfas 16. Las ondas 16
Son espaciadas a intervalos de aproximadamente 4.33 mm,
de centro a centro. Lientras que las pdas 16 de las Figu-
Tas 2 y 2a 2on punzonadas en solamenfe una direccidn, pue-
den asimismo punzonarse en la direccidn opuesta. B for-
ma alternada, dos 1éminés con pdas 16 pdnzonadas én 80—
lamente una direceidn pueden asegurarse juntas respaldo
con respaldo (como es el caso en el ejemplo de la Flgu~
ra 8);

™ las figuras 3y 3a y 3b las plas 17 contrastan
con aquellas de las Figuras 2 y 2a en gque son alzadas a
un nivel mis alto sobre la placa 18, son substancialmen—
te punteagudas y de -otra forma difieren algo en configu-
racifn. Tales plas de afilade punta vueden usarse venta~
Josamente en relaseidn con un particular ejemplo de la
presente invencién en que la:configuracién de empague es
restringida al colocar el empaque sencillamente scbre
wta gcle placa de restriccidn sin una placa de restric—
cién sobreyscente encima, v;g;, el ejemplo de "cara
abiexrta! i contraste con el ejemplo de "emparéaado".
Otras superficies para:-la placa de restriccidn, por su-
puesto, también se prestan sl ejemplo de Ncara abiertaqj
como €8 aparente de la preseﬁte enseﬁanza; .

Bn la Figura 4, el efecto de parrilla es produci@o
en 1a placa 19 por medio de parﬁegqalzadaa ctuzedas 20.
En la Figura 5, la superficie no lisa de la placa 21 es
producida al asperarse'la superficie con una lija burda,

resultando por ello en una multitud de estrfas finas. En

T
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las Figuras © y 6a, la placa 23 es punzonada con abertu-
rag rectilineas 24 en una Aireccidén ¥ 25 en la direccién

opuesta. Bn la figura 7, ambos lados de la placa 26 tie-

nen protuberancias alzadas 27, produciendo un efecto de

"waffle" (sin cenales continuo productores de fugas).
Estos son solamente unos cuantos ejemplos de muches tipos
de superficies no lisas que podrfan opefar para los fines
de la presente invencidn.

Kientras que en muchos caso® las partes alzadas de
las léminas de restriccidn si reéultah, después de la cu-
ra, en correspondientes ﬁepresiones u "hoyuelos" en la
3uperficie.de empaque, se ha descubierto en forma inespe-
rada~que tales depresiones pueden en muchas casos tener
wia ventaja sorprendente., Espec{ficamente, la superficie
con "hoyuelos" resulta en 4reas de mayor presifn locali-

zada con rayor cepacidad de compresidn y habilidad pera

' sellar las ligeras irreguleridades en las superficies to-

pantes.

Bn la Figura 8, se muestra otro aparato tipo tanda
para la préictica de la presente invencién. El aparato
comprende un armazén de soporte 28, teniendo gufas de es-
quina verticales 28a, 28b, 28¢ y 28&,.y una pluralidad
de manijas de carga, de las que solamente una 28e puede
verse en esta vista en perspectiva; Cada una de la plura-
lidad de placas de restrice;dn 29, 30, etc,,comprende
dos placas tales como se muestran en las Figuras 2 yVZa;
colocadas respaldo con respaldo z‘aseguradas Juntas por
medio Az partes Ae borde dobladas 19t, 50%, etc,

Bn un ejemplo especffico del aperato de la Figura

8, la armazén es ligeramente mds de 30.48 cms. de ancho
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y eproximadamente 9l.4 cms. de largo. Ias partes vertica-
les 282~284 son aproximadamente 30.48 oms. de alto, por
lo que hay‘suﬁicientg espacio disponibie para aproximadge

mente de 40 a 60 o0 mds, de las placas de restriccidn, de

'las que cada una pesa cerca de 1.700 kilogramos y entre

las que estén restringidos los empaques de coniisuracién
irregular teniendo la antes descrita formulacién y un
grueso de aproximadamente 3.175 a 0.254 mm.

Para evitar un aplastamiento excesivo de los empa-
ques, particularmente en los niveles mds bajos, hay pro-
vistos espaciadores adyacentes a las periferias interﬁa
¥ externa de los empaques. En forma tipica, los espacia—
dores son tiras de la misma composicién de hule, pero
curado, y tienen un grueso de aproximadamente 0;235 mm.
Son colocados adyacentés 8 ias perifefias interna y ex-

terna de los empagues., Para asegurar suficieénte presién

en los niveles superiores, una peda, Ve.ge, wia placa de

acero plana con una configuracidn similar a las plecas
de restriccidén y pesando aproximadsmente 39.463 kilogra-—
mos, es colocada sobre la placa de restriccidn superior.
Para efectuar la cura, la armazén de soporte y el
montén de empaques son colocadlos en un vulcenizador a va-
por o autoclave, empleando 4;21 kilogramos por centime-— .
tro cuadrado de vapor (cerca de 152.72 C). por un perio-
do de una hora, adn cuanio perfodos tan cortos como de
20 minutos han sido empleados satisfactoriamente a esta
temperafura. Bl calor seco ha sidoq?ambién usado en rela-
cibn con este ejemplo; '
En la Figura 9 se presenta una'diégrama esquemiti-

co que sugiere el tipo continuo preferido de operacién a

- 18 -




ity

T

10

15

20

25

30

273489 o

que el procedimiento de la presente invencidn se presta.
La banda transportadora 32 suministra una lénina conti-
nua de material conteniendo hule sin curar 33,ocpcional-
mente congelado a un estado tieso o rizido, & una cortado-
ra de troquel o punzonadora 34 en que las coniiguraciones
de empaque 35 son punzonadas de la ldinine continua 33..

Los centros o tarugos de desperdicio 36 son dejados

caer dentro del recipiente de desperdicios 37 que es de

preferencia regresado continuamente a las anteriores ope-
raciones de lamrinado (no se muestra) para trabajarse nue-
vamente (después de descongelarse, si estuvieran congela-
dos). En forma similar, una nervadura continua de mate-
rial de desperdicio 38 es regresada asimismo a la opera—
c¢ién de laminado para trabéjarae de nuevo, por lo que no
ge incurre substancialmente eﬁ pérdidas por desperdicio;

Ias configuraciones de empaque 35 son dejadas caer

‘sobre la banda en movimiento 39, tenienao dicha banda

una superficie no lisa. Ia banda en movimiento 39 jala a
los empaques 35 entre ella y una bandn en movimiento su-
perior 40, gue asimismo de preferencis tiene wna superfi-
cie no lisn. Los empaques en movimiento, que egtdn ahore
restrlngidos entre las bandas en movimiento 40 y 39, son
luego transportalos por una gzona de curado 41 en que se
someten a condiciones de curado tales coino las ya descri~
tas. Después de dejar la zona de ourado-4l, los empagues
curados 43 son transportados a una &rea de inspeccién y
empacado (no se muestra), en que se preparan'para almace-
namiento o embarque.

Debe hacerse énfasis en que el ejemplo continuo

mostrado en la ¥Figura § es ilustrativo solamente y pueden

- 19 -
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introducirse muchas variaciones gin apartarse del espiri-

tu y el alcance de la invencién. Por ejemplo, en lugar

‘de que los empaques estén emparesados entre las bandas

contfnuas en movimiento, la banda inferior y la banda su~
Pericr pueden efectivemente comprender una sarie de pla-

cas rigldas que son abisagradas una .a la otra en sus res—
rectivos bordes paralelos., Istas y otras variacicnes son

cengideradas dentro de las habilidades en el ramo en vir-
tud de la presente éhseﬁanza,

En el ejemplo preferente de la presente invencién
wna 1émina de material conteniendo hule sin curar es op-
cionalmente sometlida a condiciones de congelacidn como
bara bajar la temperatura a un nivel al que el material
es rfgzidoy v.g., aproximademente -45.52C. Ia lémina de
material rigido es luego alimentada en forma continua a
una opéracién de cortado en cue lag Configuraciones de |
empaque sbn cortadas de la misma, produciendo de este mo-
do centros de emﬁaque de desperdicio y una nervedura con-
tinua de desperdicio de material. Cuando menos la nerva—
dura de desperdicio es regrésada en forma continus a la
operacién de formacidn de ldmina para trabajarée de nue=-
vo. Las configuraciones de empaque son transportades con=
tinuvamente & una zona 4e rastriqcién en ia que BsOn empg-—

redadas sucesivamente entre placas no lisas, opuestas y

en movimiento, por lo que son friccionalmente restringi-

das. Wientras estdn asi restringidas, los empaques son
luego sumergidos en un bafio de gl%pol de polletileno so-

luble en agua y estable al calor por cerca de 10 segun—

308 a 3 minutos a una temperstura de bafio de aproximada-

mente 204.48 a 2602 C., V.ge 232.28C., DPOr 10 que el
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contenido de hule sin curar del material es‘ourado. To8
empaques curalos son lavados con agud para remover cual-

quier resfduo de glicol de polietilenc y son luego ins-

T gy e e -

beccionados y empacados para almacenamiento o embarque.,
®s sparente de la anterior descripcidn de ciertos
ejemplos especificos de la presente Invencién que sus
objetos han sido logralos. En forma especifica, son pro-
vistos un método y un aparato para la manufactura a bajo
costo de empaques conteniendo hule, particulamente empa-

ques de forma irrerular, cuyos método y aparato dispen~

~®an de formas de curado de alto costo y se prestan a tan-

das de producclén ya sean grandes o de pequefio volumen
asi como a téenicas de produccién (continua) mecanizada.
Ain en forma mds espec{fica, es provisto un método libre
de desperdicios para la manufactura de empagues por el

que los empaques pueden ser cortados a la deseada confi-

. weym— =

guracién terminads de material sin curar y curarse sin
necesidad de costosas formag de curado.

Mientras que el presente invento ha sido descrito
en relacién con éiertos ejemplos espec{iicos del mismo, }
debe entenderse, como ya se ha dicho, que estos ejemplos 7
gon solamente 1lustrat1vos ¥ que la invencidn no necesa-
rismente se limita a ellos. For ejemplo, mientras que
los ejemyplos espgcificos_estén dirigidos a empaques con-
‘teniendo nule, la invencién con facilidad se presta a la
manufactura de diversos artfculos de cualquier material
polimérico o materiales sometidos.a eslabonamiento cruzam
do durante el curado, v.j., resinas fendlicas, resinas
epoxl, resinas de poliéster, y cosa parecilu. Como otro
ejemplo, mientras que la expresidn w*friccionalmente res— :

- 2] -
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tringido? ha sido descrita en términaé i; la festriccién
de los empaques por medio de placas no lisas, v.g., pla-
cas con snlientes o puntas alzados, o con suverficies 4a—
beras, disparejas, o irrepulares, debe entenderse que el
empaque puede asimismo restringirse al usar una superfi-
cie lisa revestida con. una substancih pegajosa o un ce~
mento vulcanizable para adherir el empaque a la misma,
cuanio menos Jdurante la operacidn de curado. Fara tal
fin, el cemento de preferencia debe comprender el mismo
polfmero bdsico que el empaque mismo y pusde opcionalmen-—
te aplicarse a las superficies del empaque en lugar de
las placas, Bn forma especifica, al emplearse la formula-
cién para empaques antes detallada, el cemsnto pegajoso,
que dede de preferencia vulcanizarse despuésAde gue el
empaque estd bajo las condiciones de curado empleadas,
puede comprender 100 partes por peso de hule ligquido de
acrilonitrilo de butadileno, 30.Partes de negro de carbén
termal mediano, 2 vartes de cera de parafina; 1.5 partes
de fenil-beta-naftilamina, 5 partés de 6xid6 de zinc,

1.0 partes de 4cido estedrico, 4-6 partes de azufre y
0;75.parte de monosulfuro de tetrametil tiuramo. luchos
otras modificaciones de la presente invencidén se harin
sparentes, en virtud de la anterior descripcién, para
aquellos con conocimientos en el ramo; y tales modifica~
ciones son consideradas que caen dentro del espiritu y
el alcance de la presente invencién. '

la presente éolicitud que cqpreeponde‘é la presen-
tada en B.U.A. el 13 de Marzo de 1961, bajo el ndmero
95406, se acoge a los beneficios del articulo 51 del vi-

gente Bstatuto sobre Propiedad Industrial.
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Los puntos de invencién propia ¥y nueva que se pre-

- sentan para que sean objeto de esta solicitud de pPatente

de Invencién en Bspafia, por VEINTE afios, son 1los siguien-
tes: ‘ |

12.- Un procedimiento de manufacturar una configu-

racién de forma irregular teniendo cuando menos dos euper-'

ficies paralelas a partir de material conteniendo hule gin

curar, que comprends cortar la descada configuracidn de

forma irregular de dicho material conteniendo hule sin curar,

restringir la configuracién corbtada solamente a lo laigo
de dichas superficies paralelas, y someter a la configura=—
cibn cortada mientras estd asi restringida a condiciones
de curado de hule, por lo que la forma de la configura-
cibn de forma irregular es conservada sin distorsidén.

29; - Un procedimiento para la manufactura de empa~
gues a ﬁarti: de configuraciones de empaque conteniendo
hule sin curar gue comprende restringir friccionalmente
la configuracién de empaque conteniendo hule sin curar,
¥ curar el empaque mientras estd as{ restringido, por lo
que la configuracién de empaque es estabilizada mientras
ge somete a curado. |

39; - Un procedimiento para la manufactura de empa—
ques Qué comprende formar un material conteniendo hule sin
curar a una configuraéién de empaque deseada; restringir
friccionalicnte al empaque sin curar resulbtante; y curar
el cmpaque mientras estd asf restrigsido, por’lo que 1a
configuracién de empaque €8 estabilizada mientras se S0~

mete a curadio.
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42, = Un procedimiento para la manufactura de empa~

ques que comprende las fases de laminar un material de

- ————

empaque conteniendo hule sin cursr; formar una configura-—

cién de empaque del material laminado; reciclar el mate~

rial de desperdicio de la fase de formacién a la fase de i
laminado; restringir friccionalmente 'la configuracién de
empaque de la fase de formacién; y curer el empague mien-
tras estd as{ restringido, por lo que la coniiguracidn
de empaque e3 estabilizada mientras.se somete a curado.
52, -~ Un procedimiento paralla menufactura de empa~
ques que comprende las fases de laminar un rmterial de
empague conteniendo hule sin curar; congelar el material

laminadoj formar una configuracidén de empaque a partir

del material laminedo mientras estd as{ congelado; res- :
tringir friccionalmente la resultante configuracién de - ?
empaque congelada; y curar el empaque mientras estd asi
restringido, por lo que la forma original de la configu—
raci6p_de empaque €3 estabilizada durante las fases sub- 5;
silguientes., ' . | 2.;
69; - Un procedimiento para la manufactura de empa-
ques gue comprende las fases de laminar un material de'
empeque conteniendo hule sin curar; congelar el material
leminado; formar une configuracién de empaque del mate-
rial laminalo; reciclar material de desperdicio de la fa-
e de formacidn a la fase de laminado; restringir fric—
cionalmente la configuracidn de empaque de la fase de
formacidn; y curar el empaque mienfras estd as{ restrin-
gido por lo que la configuracidén de empaque es5 estabili-
zada dimensional y geométricamente desde cuando es forma-

do hasta cuando es curado.

- .
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792. - Un procedimiento para ls manufactura de empa-
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e

ques qué comprende formar una lémina de un material de

empaque conteniendo hule sin curar; cortar una configura-

vr  semew-r

cién de empaque de la ldmina con la produccibdn simultd=
5 nea de material de desperdicio; regresar‘el material de !
desperdicio a la operacién de formacién fara trabajarse
nuevamente; restrinzir friccionalménte la configuracién
de empaéue entre superficies opuestas, cuando menos una
de dichas superficies no siendo lisa; y someter a la con-
10 fisuracién de empaque a candiciones de curado mientras
estd as{ restringida por lo que la configuracibén de empa-
que es estébilizada-mientras se sométe a curadio.
82, - Un procedimiento para le manufactura de empa-
ques que comprende la formacién de una l4mina a partir de L
15 material de empague conteniendo hule sin curar; cortar {
' con troguel una conficuracibén de empaque de la ldmina ;
con la produccién eimultdnea de material de desperdicio;
regresar ¢l material de desperdicio a la fase de forma-
¢ibén para travajarse nuevamente; restringir friccional-
20 mente la configuracidén de empaque entre Buperfigies
opuestés, cuanio menos una de dichas superficies no sien-
do lisa; y someter la configuracién de empaque mienﬁiaa
estd as{ restringida a calor por un perfodo ~suficiente
para efectuar el curado del hule sin curar; por lo que
25 la confignracidn de émpaque es estabilizada dimenszional=
mente mientras se somete a curado.
92, - Un piocedimiento para &a manufactura de enpa-—
ques qué comprende laminar un material de empaque conte-—
‘niendo hule sin curar; congelar el material laminado;

~ 30 punzonar una configuracién de empaque del material lami-
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nado con la préﬂuccién simulténea de material de desper-

dicio; regresaxr el material de desperdicio a la onera-

cién de laminado para trabajarse nuevamente después de

descongelarse; restringir friccionalmente la configura—
cién de empaque punzonada entre superficies opuestas no
ligas; y someter a la configuracién d¢ empague a condi-
ciones de curado mientras estd asi restringida, por lo
que la configuracibn de empaque €3 estabilizada Aimen—
sional y geométricamente mientras se somete a curado.
108, - Un procedimiento contfinuo para la menufactura
de empaqﬁes gue comprende las fases de formar un mate-—
rial de empaque conteniendo hule sin curar en una lémina
continua; alimentar en forma continua la lémina a una zo-
na de cortej cortar en forma continuva configuraciones de
empague aebla 1dmina con la produccién simultdnea de ma—

terial de desperdicio; regresar el material de desperdi-

‘eio a la fase de formacidén para trabajarse nuevamente;

restringir friccionalinente a las configuraciones de empa—
que entre superficies opuestas en movimiento, cuando me—
nos una de dichas superficies siendo no lisaj y someter

a las configuraciones de empaque mientras estédn as{ res-
tringidas y mientras se mueven a condiciones de curadé.
por o que las confisuraciones de ehpaque son estabiliza-—
das dimensionalmente mientras se someteﬁ a curedo.

112, - Un procedimiento continuo para la manufacturea

" de empaques que comprende formar un material de empagque

P4
contenienio hule sin curar en una Jémina contfnua; ali-
mentar en forma contfnua la l4mina a una zona de corte;
cortar en forma continua configuraciones de empaque de

la lénmine; producir asimismo por ello centros de empa.que
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de desperdicio y una nervagura continua de material de des-

perdicio; regresar cuando menos la hervadura continua en

forma continha a la fase de formacién para trabajarse de

nuevoj restringir friccionalménte a las configuraciones
> - de empaqﬁe entre Suberfioiea no lisas, opuestas y en mo-
#1m1ento; y someter a las configuraciones de empague mien-
 tras estdn as{ restringidas y mientras estén en movimien—
to a condiciones de curado, por 1o que las configﬁracio—
neé de empaque estén estabilizadas dimensionalmente mien-
10 tras se someten al curado. . |
| 122,- Un procedimiento,cdntinuo para le manufactuia
de empaqﬁes gque comprende las fases de formar un mate- %
rial de empague conteniendo hule sin curar en une lmina
continua; alimentar continuamente la l4mina contfnua a
15 wna zona de congelaciénj congelar a la 1l4mina alimentada
en forma contfnua; alimentar en forma contfnua la ldmina : 1;
congelsda a una zona dg punzonado; punzonar en forma con- v
tinua configuraciones de empague de la l4mina con la pro-
duceidn simulténea de material de desperdicio; regiesar '
20 - el material de desperdicio a la fase de formacidén para
trabajarse de nuevo; réstringir friccionalmente las con—
figuraciones de empaque entre superficies opuestas eﬁ mo-

vimiento, cuando menos una de dichas superficies no sien—

e — oy sy

do lisa; y someter a las configuraciones de empaque mien—

25 tras estdn as{ restringidas y mientras estén en movimien— |
t0 2 un medio fldido proporcionando calor por un periodq
suficiente para efectuar su cura, Dor lo que “as configu- ;
raciones de empaque son estabiliza&;s dimensional y geo-
métricamente por toda sSu produccién;,

30 132. - Bl procedimiento de la cl4usula 12 en que el
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medio fldido que pronorciona calor es un metal 1un61do a
una temperatura dentro de los limites de 176,69 a 371,12 C.

148, - El procedimiento de la cléusula 12 en que el
medio flfido que proporciona calor es un lfquido orgénico
goluble en agua y estable al calor a ung temperétura den-
tro de los limites de aproximadamente 176,62 C a 371l.12 C,
e incluyendo la fase de lavado con a&ua de las configura-
clones de sempaque después del curado rara remover cualquier
resfduo del 1f{quido orgénico.

152, - M procedimiento de manufacturar una configu~

- racién irregular de hule sin curar.

Tal y como ge he descrito en la Wemoria que antecede,
representado anllos dibujos que se acompafian. y con los
fines que Se han especificado. '

msta Memoria consta de veintiocho hojas escritae boxr

uns sola cara.
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